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摘要(译)

本发明提供一种柔性OLED面板的封装方法及封装结构。该柔性OLED面
板的封装方法在覆盖OLED器件的第一无机阻挡层上形成液态金属层，并
利用氧气对液态金属层进行氧化处理，在液态金属层表面形成液态金属
氧化膜，之后在液态金属氧化膜上依次形成有机缓冲层及第二无机阻挡
层，从而得到封装结构，利用第一无机阻挡层、第二无机阻挡层、液态
金属层、及液态金属氧化膜共同对水氧进行阻隔，而利用液态金属层及
有机缓冲层释放封装结构中的层间应力，在保证封装结构的柔性的同
时，增强了封装结构阻隔水氧的能力，有效地提升了柔性OLED面板的封
装效果。
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